
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コネクタであって、

端部と本体を持つ雌の接点において、 が、 に、前記雌
の接点の本体に沿って、雄のピンの周囲に空間領域を形成するために、 にて挿
入され、 から電気的に絶縁している係合用の雄のピンと導電状態に係合す
ることができる接触位置を含み、前記本体が前記空間領域内の前記雄のピンに対して平行
である雌の接点と、
前記雌の接点を収容するための導電性の室であって、前記本体と前記 とが、前
記室により囲まれるように、また が、前記雄のピンによりアクセスするこ
とができるように前記室に装着され、また前記雌の接点が前記室のハウジングから電気的
に絶縁されている室とを備えるコネクタ。
【請求項２】
請求項１に記載のコネクタにおいて、前記室が、導体材料によりコーティングされている
コネクタ。
【請求項３】
請求項２に記載のコネクタにおいて、前記導体材料が、導電性プレート材およびワイヤ・
メッシュからなる材料のグループから選択された材を含むコネクタ。
【請求項４】
請求項２に記載のコネクタにおいて、前記導体材料が、前記雄のピンおよび雌の接点を通
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って伝播する、信号により発生する電界をシールドするコネクタ。
【請求項５】
請求項１に記載のコネクタにおいて、前記コネクタを通って伝播する信号が、前記雄のピ
ンの周囲に第一の方向の第一の磁界を発生し、前記雌の接点の周囲に第二の方向の第二の
磁界を発生し、
前記第一および第二の方向が、ほぼ反対方向を向いていて、前記第一および第二の磁界を
前記空間領域内でほぼ打ち消すコネクタ。
【請求項６】
請求項１に記載のコネクタにおいて、さらに、前記雌の接点の と結合して
いる導体を備えるコネクタ。
【請求項７】
請求項６に記載のコネクタにおいて、前記導体が、硬質パネル、柔軟なパネル、 硬
質－柔軟パネルから選択された回路パネル上に形成されるコネクタ。
【請求項８】
請求項６に記載のコネクタにおいて、前記導体が、前記雌の接点の のとこ
ろで、前記コネクタの前面を横切って、前記コネクタの側面の方向に折り返している基板
上に装着されているコネクタ。
【請求項９】
請求項８に記載のコネクタにおいて、前記基板が、「Ｌ」字型をしているコネクタ。
【請求項１０】
請求項８に記載のコネクタにおいて、前記基板が、「Ｕ」字型をしているコネクタ。
【請求項１１】
請求項８に記載のコネクタにおいて、さらに、前記導体に接続し、前記基板に装着してい
る信号トランシーバを備えるコネクタ。
【請求項１２】
請求項１に記載のコネクタにおいて、さらに、複数の前記雌の接点を収容し、対応する雄
のコネクタに装着された、類似の複数の係合用の雄のピンを受け入れるための複数の前記
室を持つ雌のコネクタ・ハウジングを備えるコネクタ。
【請求項１３】
請求項１２に記載のコネクタにおいて、前記室の内壁部が、隣接する室の雌の接点が、導
電性コーティングの二重の層により、相互にシールドされるように導電性シールド材によ
りコーティングされるコネクタ。
【請求項１４】
請求項１２に記載のコネクタにおいて、前記室の が、導電性シールド材によりコーテ
ィングされるコネクタ。
【請求項１５】
それぞれが、 のところに、雄のピンの受けるための開口部を持ち、また

のところに、前記雄のピンと導電状態で係合するための結合部分を持つ複数の雌の接
点であって、絶縁部分によって前記 で前記雄のピンから絶縁され、本
体部分が前記 と前記 との間で規定され、前記雄ピンを通って伝播す
る信号によって発生された第一の方向の第一の磁界および前記対応する雌の接点を通って
伝播する前記信号によって発生された第二の方向の第二の磁界を打ち消す空間領域を提供
するように、前記本体部分と前記雄のピンが平行、かつ互いに近くにあり、磁気的に結合
される雌の接点と、
前記雌の接点を支持し、空間内に位置し、前記雌の接点の前記開口部に対応する複数の開
口部を含む基板と、
前記 で前記雌の接点と電気的に接続している前記基板の導電性経路と、
前記接点が前記基板により前記室に囲まれ、また前記 が、前記開口部を通して
前記雄のピンによりアクセスすることができるように、前記室内に位置していて、また前
記室から電気的に絶縁している、前記雌の接点を収容するための類似の複数の導電性の室
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とを備える、雄のピンを持つ雄のコネクタと整合することができる雌のコネクタ。
【請求項１６】
請求項１５に記載のコネクタにおいて、前記室が、導体材料によりコーティングされてい
るコネクタ。
【請求項１７】
請求項１６に記載のコネクタにおいて、前記導体材料が、導電性プレート材およびワイヤ
・メッシュからなる材料のグループから選択された材料を含むコネクタ。
【請求項１８】
請求項１６に記載のコネクタにおいて、前記導体材料が、前記雄のピンおよび雌の接点を
通って伝播する信号により発生する電界をシールドするコネクタ。
【請求項１９】
請求項１５に記載のコネクタにおいて、前記導電性経路が、硬質パネル、柔軟なパネル、

硬質－柔軟パネルから選択された回路パネル上に形成されるコネクタ。
【請求項２０】
請求項１９に記載のコネクタにおいて、さらに、前記コネクタの側面のところで、前記導
電性経路と接続している接点ピンを備えるコネクタ。
【請求項２１】
請求項２０に記載のコネクタにおいて、前記接点ピンが、それぞれが、前記回路パネル内
に形成された装着用孔部で各ロール・ピンを圧縮することができる縦方向のスロットと、
異なる内径の装着用孔部で、それぞれの異なる程度の圧縮を行うことができる横方向のス
ロットを持つ、前記接点ピンが、管状ロール・ピンを備えるコネクタ。
【請求項２２】
請求項１９に記載のコネクタにおいて、前記回路パネルが、前記雌の接点の前記

のところで、前記コネクタの前面から、前記コネクタの側面の方向に折り返している「
Ｌ」字型の基板上に装着されるコネクタ。
【請求項２３】
請求項１５に記載のコネクタにおいて、前記コネクタを通って伝播する信号が、前記雄の
ピンの周囲に第一の方向の第一の磁界を発生し、前記雌の接点の周囲に第二の方向の第二
の磁界を発生し、
前記第一および第二の方向が、ほぼ反対方向を向いていて、前記第一および第二の磁界を
、前記 と前記 の間の各雌の接点の領域内でほぼ打ち消すように、前
記領域が、対応する雄のピンと磁気的に結合しているコネクタ。
【請求項２４】
コネクタであって、
第一の端部と第二の端部と前記第一の端部と第二の端部との間に本体領域を持ち、前記第
二の端部が、前記第一の端部と前記第二の端部との間に、前記本体に沿って、前記雄のピ
ンの周囲に空間領域を形成するように、 絶縁部材によって前
記本体および前記第一の端部から電気的に絶縁している係合用の雄のピンと導電状態で係
合していて、前記コネクタを通って伝播する信号が、前記雄のピンの周囲に第一の方向の
第一の磁界を発生し、前記雌の接点の一部の周囲に第二の方向の第二の磁界を発生し、前
記第一および第二の方向が、ほぼ反対方向を向いていて、前記第一および第二の磁界を、
前記雌の接点と前記雄のピンとが磁気的に結合する領域内で、ほぼ打ち消すように、前記
本体領域と前記雄のピンが、前記空間領域内で平行、かつ互いに近くにあり、前記領域が
磁気的に結合している、雌の接点を有するコネクタ。
【請求項２５】
請求項２４に記載のコネクタにおいて、さらに、前記雌のコネクタの前記第一の端部に接
続している導体を備えるコネクタ。
【請求項２６】
請求項２５に記載のコネクタにおいて、前記導体が柔軟な回路パネルに装着されているコ
ネクタ。
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【請求項２７】
請求項２４に記載のコネクタにおいて、さらに、複数の前記雌の接点を支持し、対応する
雄のコネクタ・ハウジングに装着されている、複数の係合用の雄のピンを受け入れるため
の雌のコネクタ・ハウジングを含むコネクタ。
【請求項２８】
請求項２７に記載のコネクタにおいて、さらに、前記雌の接点を収容するための室を備え
るコネクタ。
【請求項２９】
請求項２８に記載のコネクタにおいて、前記領域内の前記信号により発生する電界が、前
記室内に実質的に閉じ込められるように、前記室が、導電性シールド材でコーティングさ
れるコネクタ。
【請求項３０】
請求項１に記載のコネクタにおいて、前記雌の接点は、回路パネル内に形成された回路パ
ネルの開口部内に取り付けられたコネクタ。
【請求項３１】
請求項３０に記載のコネクタにおいて、前記雌の接点は、前記回路パネルの開口部内で圧
入されるコネクタ。
【請求項３２】
請求項３０に記載のコネクタにおいて、前記雌の接点は、前記回路パネルの開口部内では
んだ付けされるコネクタ。
【請求項３３】
請求項３０に記載のコネクタにおいて、前記回路パネルは、硬質パネル、柔軟なパネル、

硬質－柔軟パネルから選択されるコネクタ。
【請求項３４】
請求項３０に記載のコネクタにおいて、前記回路パネル上の前記雌の接点と連結し、前記
雌の接点の に搭載された電子装置を含むコネクタ。
【請求項３５】

の端部、本体、および の端部を有し、前記本体が回路パネル内を横断するよう取
り付けられ、前記 の端部が、 の端部と の端部との間に、前記雌の接
点の本体に沿って、雄のピンの周囲に空間領域を形成するために、前記 の端部にて挿
入され、絶縁部材によって前記本体および前記 の端部から電気的に絶縁している係合
用の雄のピンと導電状態に係合することができる接触位置を含み、前記雄のピンを通って
伝播する信号によって発生された第一の方向の第一の磁界および前記対応する雌の接点を
通って伝播する前記信号によって発生された第二の方向の第二の磁界を打ち消す空間領域
を提供するように、前記本体部分と前記雄のピンが平行、かつ互いに近くにあり、磁気的
に結合され、前記 の端部で前記回路パネル上の導体と接続している雌の接点。
【請求項３６】
請求項３５に記載の雌の接点において、前記本体の長さは、前記回路パネルの厚さ以下で
ある雌の接点。
【請求項３７】
請求項３５に記載の雌の接点において、前記本体の長さは、前記回路パネルの厚さ以上で
ある雌の接点。
【請求項３８】
請求項３５に記載の雌の接点において、前記雌の接点を収容するための室を有することで
、前記本体と前記 の端部が前記室によって囲まれ、前記雌の接点が前記囲んでいる室
から電気的に絶縁されている雌の接点。
【請求項３９】
請求項３５に記載の雌の接点において、前記雌の接点の本体は、前記回路パネル内に形成
された回路パネルの開口内に取り付けられる雌の接点。
【請求項４０】
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請求項３９に記載の雌の接点において、前記回路パネルの開口内で圧入される雌の接点。
【請求項４１】
請求項３９に記載の雌の接点において、前記回路パネルの開口内ではんだ付けされる雌の
接点。
【請求項４２】
請求項３５に記載の雌の接点において、前記回路パネルは、硬質パネル、柔軟なパネル、

硬質－柔軟パネルから選択される雌の接点。
【請求項４３】
請求項３５に記載の雌の接点において、前記回路パネル上の前記雌の接点と連結し、前記
雌の接点の に搭載された電子装置をさらに含む雌の接点。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
マザーボードとも呼ばれる現代のバックプレーンは、複数の姉妹カードの間での電子信号
を交換するための通信媒体としての働きをする。姉妹カードは、例えば、データ信号、ア
ドレス信号および各姉妹カードの、一方の側面または両方の側面上に装着されている姉妹
カード・コネクタに分配される制御信号を発生する。姉妹カード・コネクタは、バックプ
レーン上のバックプレーン・コネクタの対応する組と整合する。バックプレーン・コネク
タは、種々の通信経路に沿って姉妹カード間に信号を分配する。
各コネクタの組は、摩擦接触により結合する係合用の雄および雌の接点の形をしている導
電性相互接続のアレイを含む。相互接続は、それぞれ、通常、一方は、一方の方向に信号
を送信し、他方は別の方向に信号を送信するボード間に、信号の送信を行うための個々の
電気的経路を形成する。コネクタにおいては、相互接続経路は、ほぼ平行に延びている。
通信技術が進歩するにつれて、所与の面積を通してより多くのデータを運ぶために、コネ
クタに対する需要が増大している。すぐに考えつく解決方法は、信号経路間の距離を短く
して、データ・チャネルの数を増大することである。しかし、この解決方法の場合には、
信号間の電磁結合の恐れが増大する。電磁結合は、通常、二種類ある。すなわち、電界Ｅ
（容量性）結合および磁界Ｈ（誘導性）結合である。当業者は、信号間のどちらか一方の
結合の影響を、通常、クロストークと呼ぶ。クロストークが発生すると、影響を受けた信
号の波形が崩れ、この波形の崩れにより、データ誤り、タイミング誤りまたは正しいデー
タ通信に干渉する、他の異常を引き起こす恐れがある。
信号がコネクタのような、信号が密集している領域内で一箇所に集中すると、クロストー
クが発生する恐れが最も高くなる。例えば、従来技術を示す図１Ａの斜視図、および従来
技術を示す図１Ｂに示すような従来技術のコネクタ構成の場合には、相互に接近している
コネクタ・ピンを信号が通ると、必然的にクロストークが発生する。コネクタ構成は、バ
ックプレーン３２に装着している雄のピン３６のアレイを持つ雄のコネクタ・ハウジング
３０と、プリント回路の姉妹カード４２に接着している雌の接点３８の対応するアレイを
持つ、対応する雌のコネクタ・ハウジングを含む。雌の接点３８は、メッキした貫通孔部
４６、または表面装着パッドを通して、プリント配線に接触しているほぼ直角に曲がった
金属ロッド４０によりプリント基板４２に接触している。
中程度の速度の信号を伝送するには、上記装置で十分である。しかし、より高速の信号ク
ロックと、高いデータ処理能力を持つ現代のシステムの場合には、クロストークによりシ
ステムの性能が悪影響を受ける。特に、バックプレーン３２と姉妹カード４２との間の経
路が長く、両者の間で結合が起こると、送信された情報に重大な障害を与える、遅延、歪
および不必要な結合が生じる。
従来技術を示す図１Ｂは、従来技術のコネクタ組立体３０、３４を通して、バックプレー
ン３２と姉妹カード４２との間を延びる、矢印４８で表す信号経路を示す。雄のピン３６
Ａ、雌の接点３８Ａおよび金属ロッド４０Ａを含むボード間の導電性媒体の経路が、直線
状に延びていることが分かる。また、上記経路が、その全長にわたって、雄のピン４６Ｂ
、雌の接点３８Ｂおよび金属ロッド４０Ｂが形成する隣接経路に平行に延びていることも
分かる。従来技術を示す図２および図３は、信号電流４８の行動およびクロストークを発
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生するその役割りを示す。
従来技術を示す図２は、雄のピン３６を通り、接触点５２のところで雌の接点３８に入り
、導電ロッド４０に流れる信号電流４８を示す。信号が伝播する場合、この信号は点４９
のところで、ページ面に入り込み、点５１のところでページ面から出てくるように図面に
示したＨフィールド５３を発生する。従来技術を示す図３は、Ｈフィールド５３の斜視図
である。Ｅフィールドは図示していないが、このＥフィールドも導体上の電圧により発生
する。
従来技術を示す図３においては、それぞれ、信号電流４８Ａ、４８Ｂ、４８Ｃにより発生
した、Ｈフィールド５３Ａ、５３Ｂ、５３Ｃは、信号経路の周囲でほぼ円筒形の方向に発
生する。この場合、複数の円は、図に示す導電性経路に沿った、特定の軸方向の位置にお
ける各フィールドを示す。電流の振幅および周波数、および信号経路の相対的な接近の程
度により、一つの信号４０Ｂにより発生する合成Ｈフィールド５３Ａは、隣接している経
路の信号４０Ｂ、および隣接していない経路の信号４０Ｃに影響を与えるほど遠くまで空
間を延びる場合がある。当業者は、このような結合を誘導性結合と呼ぶ。さらに、例えば
、第一の信号４８Ａにより発生する電界は、近くの信号経路４８Ｂ、４８Ｃと結合する場
合もある。当業者は、このような結合を容量性結合と呼ぶ。このようにして、各信号４８
Ａ、４８Ｂ、４８Ｃは、隣接している信号、または隣接していない信号に影響を与える場
合がある。
当業者にとっては、導電性媒体が、その中を流れる電流により、上記媒体の周囲に発生す
るＨフィールドにより生じる固有のインダクタンスを持つことは周知である。第一の媒体
を第二の媒体の近くに設定する場合、その距離が近ければ近いほど、それらの各Ｈフィー
ルドは、相互に影響し合う可能性が高い。そのため、両方の媒体に間でクロストークが発
生する恐れが大きくなる。
送信ラインのクロストークの理論が少しばかり関連してくるが、プリント基板コネクタの
場合、雄のピンおよび雌の接点を通しての、バックプレーンと姉妹カードの間の、送信ラ
イン経路は非常に短く、そのため、信号伝播時間は、現在のところ、その上を送信される
デジタル信号の立ち上がり時間の１／２以下である。このような条件下では、信号立ち上
がり時間、または周波数成分が増大するにつれて、クロストークの振幅は増大する。同じ
理由で、コネクタ経路が長くなれば長くなるほど、クロストークは増大する。さらに、雄
のピン／接点経路は、ある特性を持つ誘導性であり、周波数が増大するにつれて信号の減
衰が増大する。高周波または急速な立ち上がり時間を収容するために、通常は、姉妹カー
ド・コネクタへのバックプレーンに、同軸接点のペアを挿入する。しかし、同軸ペアは高
価であり、形も大きいので、例外的な環境の場合にだけ使用される。
非常に誘導性の高い、従来技術のコネクタの制御インピーダンス・ラインは、通常、バッ
クプレーンと姉妹カードとの間で整合していないので、信号の立ち上がり時間が、コネク
タ経路の伝播遅延に近くなると反射が起こる。そのため、信号が歪み、減衰し、多重反射
によりクロストークが増大し、高い周波数の処理能力が制限される。処理能力を向上させ
るために、シールドしたコネクタを使用することができるが、シールドしたコネクタは、
一般に製造コストが高く、単位面積当たりの接触密度が比較的低い。高周波における、Ｈ
フィールドおよびＥフィールドを弱くするためには、コネクタの各側面（雄および雌側面
）上の接点の各列の間に、通常、シールドを設置するが、そうすると、構成が非常に複雑
になり、高価になる。この構成の場合、順方向の各信号経路に隣接して、アース戻り経路
を設けることにより、Ｈフィールドを弱くすることができる。Ｅフィールドは完全に有効
に減衰させることはできない。何故なら、合成シールドの幾何学的形状が最適にならない
からである。引用によって本明細書の記載に援用したハイブリコンの技術フォーカスＨ８
９１０７が、この現象について記載している。すなわち、上記文献は、二つの平行な導電
性経路の間のクロストークについて記載している。
従来技術を示す図１５Ａは、隣接する信号経路の電流の流れを示す従来のシールド・コネ
クタの側面図である。例示のために説明すると、バックプレーン３２は、雄のコネクタ３
０を含み、姉妹カードは、対応する雌のコネクタ３４を含む。係合用ボードの間の戻り電
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流Ｉ Rが、シールドを通り、それにより信号接点を通る順方向の電流Ｉ Fにより発生するＨ
フィールドを打ち消し、または減衰するように、平面シールド２０２が、係合接点３６Ａ
、４０Ａおよび３６Ｂ、４０Ｂの（例えば、図１Ｂの垂直断面に沿って）横列および縦列
の間に挿入される。接点上の電圧により発生するＥフィールドは、同様に、シールド２０
２のところで遮断される。これは、ＥフィールドおよびＨフィールドが、プリント基板上
のストリップ・ラインにより遮断されるのと同じ方法である。
Ｈフィールドの減衰を促進するもう一つの技術の場合には、所与の順方向信号経路に最も
近い経路が戻り経路になるようにコネクタで信号の構成が行われる。そうすることにより
、最も近い経路のＨフィールドは反対方向を向き、それにより、他の経路に結合するＨフ
ィールド全体を減衰させようとする。反対方向の電位も、各Ｅフィールドを減衰させよう
とする。この技術は幾分有効であるが、通常、アース面に接続している戻り経路として、
ピンが無駄に使用される結果になる。
これらの技術は、各信号の順方向経路および戻り方向経路の間で、ＨフィールドおよびＥ
フィールドが部分的に打ち消されるので、幾分有効な方法といえる。しかし、これら二つ
のアプローチは、信号接触密度を低減し、そのため、コネクタの有用性が損なわれ、コネ
クタを通る信号ライン当たりのコストが高くなる。ＡＭＰおよびテラダインのような販売
業者からの他のコネクタは、性能を向上させるために、複雑なストリップ・ラインを使用
している。しかし、このようなコネクタは、製造コストが比較的高い。
発明の概要
本発明は、コネクタ組立体、および安いコストで、隣接する信号経路間のクロストークの
、悪影響を有効に緩和する上記組立体の製造方法に関する。さらに、高速での信号送信を
全体的に改善するために、送信経路特性の改善が行われる。
電界（Ｅフィールド）の一部自己打ち消しにより、また個々の打ち消しにより、電磁界（
ＨまたはＢフィールド）の打ち消しまたは減衰を行うようにコネクタを構成することによ
り、本発明は、クロストークおよび伝播遅延を軽減する。この構成により、従来のコネク
タと比較すると、性能、コストおよび製造の容易さを含めて多くの有意な利点が得られる
。
第一の実施形態の場合には、本発明は、近い方の端部および遠い方の端部を持つ雌の接点
またはピンを含む。遠い方の端部は、挿入され、近い方の端部から電気的に絶縁されてい
る、係合用の雄のピンと、導電効果により係合することができる。雌のピンおよび雄のピ
ンのある領域は、電磁的に結合している。コネクタを通して伝播する信号は、雄のピンの
周囲の第一の方向の第一のＨフィールドを発生する。接触点において、この信号の向きは
反対になり、雌の接点の周囲の第二の方向に第二のＨフィールドを発生する。Ｈフィール
ドの第一の方向および第二の方向は、ほぼ反対方向を向いていて、それにより、第一およ
び第二のＨフィールドは、電磁的相互作用が行われる領域内でほぼ打ち消し合う。
好適な実施形態の場合には、導体は雌の接点の近い方の端部に結合している。導体は、電
磁的相互作用領域から実質的に除去され、導体を通して伝播する信号により発生する第三
の磁界が、領域内の第一および第二の磁界の打ち消しに干渉しないようにアース面により
シールドされる。
導体は、好適には、柔軟な回路パネルにより形成することが好ましい。パネルは、好適に
は、回路パネルおよび導体が、雌のピンの近い方の端部で、コネクタの前面からコネクタ
の側面の方に折曲がれるように、「Ｌ」または「Ｕ」字形の基板に装着することが好まし
い。
好適なコネクタの実施形態は、雌のコネクタ・ハウジングにより支持されていて、対応す
る雄のコネクタ・ハウジング上に装着されている、類似の複数の雄のピンと係合すること
ができる複数の雌のピンを含む。係合している各雄のピンおよび雌の接点は、隣接する接
点から、係合している各ピン／接点のＥフィールドを有効にシールドする、導電性金属で
メッキされた、プラスチックの凹部に収容される。本発明は、信号のＨフィールドを打ち
消し、その内部に装着された凹部、および／または導電性メッキのプラスチック壁部の形
をしている、簡単な靜電シールドによりＥフィールドを遮へいすることができる。上記柔
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軟な回路パネルは、雌の接点の近い方の端部から、コネクタの側面上のメッキした貫通孔
のアレイに、信号を送るための複数の導体を含む。上記導体およびアース面は、制御イン
ピーダンス、ストリップ・ライン送信ラインを形成する。アース基準値は、導体の各側面
に非常に近いところに供給される。ストリップ・ラインは、隣接する導体間のクロストー
クが確実に最も少なくなるような適当な幾何学的形状をしている。
接点ピンは、側面上でターミナルとして使用される。接点ピンは、好適には、縦方向のス
ロットおよび横方向のスロットを持つ、管状で鍛造できる導体の形をしている分割ロール
・ピンを持つことが好ましい。縦方向のスロットにより、例えば、メッキした貫通孔部の
ような装着用の孔部内で、ロール・ピンは圧縮および膨張することができる。横方向のス
ロットにより、ロール・ピンを異なる直径の第一および第二のメッキした貫通孔の間に装
着することができる。
【図面の簡単な説明】
図面全体を通して、同じ部品には同じ参照記号が使用されている添付の図面に示すように
、本発明の好適な実施形態のより詳細な説明を読めば、本発明の上記および他の目的、特
徴および利点を理解することができるだろう。図面は必ずしも正確な縮尺ではなく、本発
明の原理を説明することに重点を置いている。
図 1Aおよび図１Ｂは、それぞれ、従来技術のコネクタ構成の斜視図および側面図である。
図２は、コネクタの領域内の信号電流の流れおよび合成磁界を示す図１Ａの従来技術の雄
のピンと雌の接点の間のインターフェースの拡大側部断面図である。
図３は、隣接する信号経路の電磁的相互作用によるクロストークを示す図２のインターフ
ェースの斜視図である。
図４は、本発明の好適な実施形態による、コネクタ組立体の分解斜視図である。
図５は、本発明のインターフェースを通る信号の流れと、その結果得られるズレた磁界を
示す好適なコネクタの実施形態の雄のピンと雌のピンの間のインターフェースの拡大側部
断面図である。
図６は、本発明の磁気相互作用領域内の磁界の打ち消しを示す図５のインターフェースの
斜視図である。
図７は、本発明の接点上に装着された柔軟な回路パネルと、ロール・ピン整合基板の好適
な実施形態の斜視図である。
図８Ａおよび図８Ｂは、本発明の雌の接点のの好適な実施形態の斜視図である。
図９は、雄のピンに対してインターフェースの働きをする雌の接点の第二の好適な実施形
態の側部断面図である。
図１０は、本発明のロール・ピンの斜視図である。
図１１は、本発明のメッキした貫通孔の斜視図である。
図１２は、本発明の二つのボードを相互に接続するために使用するロール・ピンの斜視図
である。
図１３は、本発明の雄のピン・コネクタ・ハウジングの他の実施形態の斜視図である。
図１４Ａおよび図１４Ｂは、本発明の別の雌のコネクタの構成の側面図である。
図１５Ａは、順方向および逆方向の電流の流れの方向を示す従来のシールドしたコネクタ
の簡単な略図である。
図１５Ｂは、Ｅフィールドを簡単にシールドすることができるＨフィールドの自己打ち消
しを示す本発明のコネクタの簡単な側面図である。
図１６は、本発明の別のシールド構成の側面図である。
好適な実施形態の詳細な説明
本発明は、信号経路間の電磁界の結合の程度を低減することにより、コネクタのクロスト
ークの影響を緩和する。本発明のコネクタを横方向に通る信号は、雄のピンに沿って雌の
コネクタの遠い方の端部のところの一点に伝播するときに、第一の方向の第一の磁界を発
生し、同様に、信号が雌のコネクタの本体に沿って、雌のコネクタの近い方の端部のとこ
ろの終点に伝播するとき、第一の方向とはほぼ反対の第二の方向に、第二の磁界を発生す
る。このようにして、折り返し信号経路が形成され、信号の第一および第二の反対方向の
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磁界はほぼ打ち消される。これにより、導体領域を通って伝播する信号が、近くの信号の
伝播に影響を与える恐れが少なくなるか、全くなくなる。このことは、また、上記経路の
自己インダクタンスを低減し、それにより、上記経路の周波数に依存する減衰が少なくな
る。
本発明は、さらに、雌の接点を収容しているプラスチックの凹部の導電性メッキを含む靜
電シールドの形をしている各接点の電界の間を絶縁する。信号は雄のピンおよび雌のピン
または接点を横切り、開放端部の凹部に入り、そこから出るので、シールドした凹部の形
成は比較的簡単にコストも安く行うことができ、そのため、金をかけないでもコネクタの
有用な周波数範囲が広がる。
図４は、本発明の第一の好適なコネクタの実施形態の斜視図である。この実施形態は、雄
のピン１１２のアレイを持つ雄のコネクタ・ハウジング１００を含む。雌のコネクタ・ハ
ウジング１０２は、対応する凹部１０８に装着されている雌の接点１１０の対応するアレ
イを含む。雌のピンまたは接点１１０のアレイは、雄のピン１１２と整合する。ハウジン
グ１００、１０２は、そのそれぞれのピン１１２および接点１１０を確実に整合させるた
めのガイド（図示せず）または他の部材を含む。
雄のピン１１２は、柔軟な回路パネルおよび基板組立体１０６の貫通孔部１１４に入る。
孔部１１４は、雌の接点１１０の近い方の端部と整合する。近い方の端部は、図５－図７
のところでさらに、詳しく示し、説明するように、柔軟な回路パネルおよび基板組立体１
０６上に形成された、対応する導電性経路１１５に電気的に接続している。組立体１０６
は、層に形成された複数の導電性経路１１５を持つ回路パネル１０７を支持する誘電性の
基板１０９を備える。回路パネル１０７は、図４の基板の内面上に設けることができるが
、好適には、以下に説明し、図５および図６に示すように、外面上に設けることが好まし
い。以下に説明するように、磁界打ち消しの領域をさらに長くするためには、外面上に設
置することが好ましい。
柔軟な回路パネル１０７の各導電性経路１１５は、雌の接点１１０と、コネクタ上に相互
に直角に設置されている、対応するターミナル・ピン１１８の間で、通信媒体としての働
きをし、従来技術の場合のように、信号は、姉妹カードの縁部からその表面へ通過する。
しかし、本発明は、このことを、クロストークが最も少ない制御インピーダンス環境で実
行する。何故なら、導電性経路のとちらかの側面上のアース面の層が、パネル１０７上に
おいて、制御インピーダンス・ストリップ・ライン環境を形成するからである。他の実施
形態の場合には、コネクタ構造体の強度を増大するために、組立体１０６はＵ字形をして
いる。
図５は、本発明の好適なコネクタ構成を示す、雄のピン１１２および雌の接点１１０の間
のインターフェースの拡大側部断面図である。信号１２４は、雄のピン１１２を通して、
雌の接点１１０の遠い方の端部１１１のところの、接触領域１２０へ送られる。接触点１
２０のところでは、信号１２４は分岐し、雌の接点１１０の壁部に沿って、反対方向へ戻
る。しかし、そこから、信号１２４は、メッキした貫通孔１２１の導体材料に沿って伝播
し、さらに、柔軟な回路パネル１０７のストリップ・ライン導体１１５に沿って伝播する
。
信号１２４が、雄のピン１１２に沿って第一の方向に伝播すると、この信号は、図に示す
ように、ピン１１２の表面の周囲に、第一の方向を向いている磁界１５０を発生する。同
様に、信号１２４が、雌の接点１１０の本体に沿って第二の方向に伝播すると、この信号
は、図に示すように、第二の方向を向いている第二の磁界１５２Ａ、１２５Ｂを発生する
。第一の磁界１５０および第二の磁界１５２は、お互いが相互に実質的に打ち消し合うよ
うに、ほぼ反対方向を向いている。これにより、正味の磁界の強さが、近くの相互接続経
路の信号による、クロストークを発生するだけの強度をもたなくなり、それにより、クロ
ストークが発生する可能性が軽減するように、接触領域の外側の正味の磁界のレベルを低
減する。
図６は、各磁界１５０、１５２の向きをもっとはっきりと示す。この図の場合、雄のピン
１１２に沿って伝播する信号１２４が、時計方向を向いている磁界を発生する。その一部
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を参照番号１５０で示す。本明細書においては接触「点」と呼ぶ、接触領域１２０におい
て、上記信号は向きを反対にして、雌の接点１１０の本体に沿って伝播し、図に示すよう
に、反時計方向を向いている磁界１５２を発生する。この実施形態の場合には、二つのセ
グメントに分割された雌のコネクタの本体が、二つの導電性経路を形成し、その結果、そ
の一部を、それぞれ１５２Ａ、１５２Ｂで示す、第一および第二の反時計方向の磁界が発
生する。雌の接点１１０の近い方の端部１１３において、セグメントに分割された信号は
、再結合し、貫通孔１１６のメッキした材料および導体１１５を通って、柔軟な回路パネ
ル１０７の他の部分に伝播する。斜めのガイド１５４は、ピン／接点の整合をさらに正確
にするために、基板１０９の面上に形成することができる。
図１５Ｂは、本発明のＨフィールドの自己打ち消し、およびＥフィールドの簡単なシール
ド方法を示す導体の簡単な側面図である。雌のコネクタ・ハウジング１０２および柔軟な
回路パネルは、姉妹カード４２の縁部に装着され、雄のコネクタ１６０は、バックプレー
ン３２に装着される。この図は例示としてのものに過ぎず、いろいろに構成することがで
きることに留意されたい。例えば、雌のコネクタは、バックプレーンに装着することがで
き、雄のコネクタは姉妹カードに装着することができ、またはコネクタを係合しているＰ
Ｃボード等に装着することができる。
矢印２０４で示すように、信号経路を形成するために、雄のピンおよび雌の接点は（接触
点２０６により略図で示すように）係合する。信号２０４は、バックプレーン３２に沿っ
て、雄のピン１１２を通り、接触点２０６に伝播する。接触点２０６のところで、信号２
０４は方向を反転させ、雌の接点１１０に沿って、柔軟な回路パネル１０７を通り、圧入
接点１１６に伝播し、また姉妹カード４２に伝播する。信号２０４は、好適には、バック
プレーン３２、柔軟な回路パネル１０７および姉妹カード４２で、従来のストリップ・ラ
イン・シールド２０８によりシールドすることが好ましい。すでに説明したように、接点
室領域１０８を通る信号伝播は、折り返し経路の幾何学的形状によりＨフィールドを打ち
消すことができる。
信号２０４のＨフィールドの打ち消しは、雌の接点１１０が、柔軟な回路パネル１０７上
で、導体と接触している点２１０への雄のピン１１２および雌の接点１１０のインターフ
ェースに沿って行われる。この点２１０において、雌の接点上の反対方向の電流２０４Ｂ
は、雄のピン１１２上で順方向の電流２０４Ａからそれて、Ｈフィールドの打ち消しがス
トップする。それ故、好適には、バックプレーン３２に対して、平行に延びる柔軟なパネ
ル１０７の一部をバックプレーンにできるだけ接近して設置することが好ましい。
本発明の場合には、Ｅフィールドによるクロストークの防止は、折り返し通路の幾何学的
形状による、Ｈフィールドの打ち消しのために簡単に行うことができる。Ｅフィールドの
シールドは、好適には、接点を取り巻き、アース面の戻り経路２１４を持つ、抵抗の低い
接点に存在する室１０８の表面上に、メッキまたはコーティングにより形成することが好
ましい導電性シールド１６７により行われる。このことについては、図９を参照しながら
以下に詳細に説明する。シールド１６７は、回路のアース電位において効果的に行うこと
ができ、信号のＥフィールドを効果的に収容する。導電性ハネカム１０２（図４参照）は
、多くの方法で実行することができる。好適な実施形態の場合には、ハネカムは、プラス
チックで成形され、その上に銅が蒸着され、蒸着した銅の上にさらに銅メッキが行われる
。半田付けを容易に行うことができるように、銅の上に、半田または他の金属のメッキが
行われる。他の形成技術も同様に使用することができる。
シールド１６７を形成している金属メッキにより、例えば、隣接する横列および縦列の、
室１０８の接点と隣接する室１０８Ａの接点間のような、各信号接点の間に導体材料の二
重の壁部を形成することができる。図９に示すように、雌の接点は、それ故、導体材料に
よりほぼ囲まれていて、各壁部は、容量性電流に対して独立した経路を形成する。コンデ
ンサ２１６（図９参照）は、雌の接点１１０と、シールドの導電性金属メッキ１６７の表
面の間の連続的な漂遊容量を概略示す。キャパシタンスの大きさ、接点１１０の各位置に
おける電圧による差、およびシールド１６７上の対応する位置の関数である漂遊容量を通
して電流が流れる。電流は、シールド上に電圧を発生する。何故なら、シールド自身がイ
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ンピーダンスを持つからである。接点間の一つだけのシールド層により、従来技術の構成
のようにシールド自身が隣接する接点の間にクロストークを導入する。本発明の二重層シ
ールド配置の場合には、各接点は、上記電圧により発生したＥフィールドを除去するか、
実質的に低減し、その結果、隣接する接点間の相互結合は実質的に除去される。同様に、
電流は、電磁フィールドを発生するが、この電磁フィールドは、隣接するピンを取り巻い
ている隣接シールドに発生する渦流によりほぼ除去される。
ＥフィールドとＨフィールドに対する戻り経路を同時に形成するために、その内部におい
てシールドが一体式接点を持つ二つの部分からなる、図１５Ａに示す、従来技術のシール
ドしたコネクタ構成の場合と異なり、このような構成の場合、Ｅフィールドは戻り電流を
必ずしも運ぶ必要はない。このような重要な違いがあり、接点経路が折り返した形をして
いるため、本発明のＥシールドを成形することができ、またはそうでない場合には、一つ
の部品として製造することができ、従来の構成と比較すると、シールドの製造コストをか
なり安くすることができる。
好適な実施形態の場合には、雌の接点の開口部は、その「近い方の端部」のところに存在
し、雄のピンとの接触が避けられる。偶発的に、またはその他の理由で接触が起こった場
合には、インターフェースが、ショート・ピンとして効果的に動作する。これによって、
コネクタが機能するのを防止することはできないが、偶発的に機能した場合には、任意の
接点が信号にノイズを発生する場合がある。
雌の接点の好適な実施形態の部分を説明するために、上記の「近い方の端部」および「遠
い方の端部」という用語を使用したが、これらの用語は、他の実施形態の場合には、「第
一の端部」および「第二の端部」と言い換えることができ、必ずしも、相対的な空間的位
置を示すものではない。例えば、雄のピンはその開口部の近くで雌の接点と接触すること
ができ、雌の接点をそれ自身の上に折り返したような形にすることができ、それにより、
本発明の「折り返し経路」の幾何学的形状を形成することができる。
図７は、本発明の回路パネルおよび基板組立体１０６の斜視図である。回路パネルおよび
基板組立体１０６は、柔軟な回路パネル１０７を支持するＬ字形の誘電性の基板１０９を
含む。回路パネル１０７は、隅部１５６を通して、パネルの面１９０上の雌の接点から、
組立体の側脚部１９２上のターミナル孔部１１６に信号を送る複数の導電性経路１１５を
備える。導電性経路１１５は、その上を伝播する信号が相互に干渉しないように、相互に
間隔を置いて設置されている。柔軟な回路パネル１０７は、好適には、干渉を抑制するた
めに、ストリップ・ラインまたは非常に小さな回路構成により形成することが好ましい。
信号との接触を避けるための接点の隙間孔部１１４の領域を除けば、パネル上のアース面
は全体的に連続している。回路パネル１０７は、図７に示すように、基板１０９の内面に
装着することもできるし、または図５に示すように、外面に装着することもできる。好適
な実施形態は、柔軟なプリント回路構造体を使用しているが、本発明は、本明細書におい
ては、「湾曲－硬質」ＰＣボードと呼ぶ硬質の回路ボードが、必要とする形状している、
標準型の一つまたは複数の層を持つ硬質プリント回路を使用して実行することもできる。
硬質回路ボードは、硬質の基板１０９を持つこともできるし、持たなくてもよい。ハイブ
リッド実施形態の場合には、回路パネル１０７は、「硬質－柔軟」技術を使用して設置す
ることができる。この場合、パネルは平らな表面１９０、１９２の領域においては硬質で
、隅１５６の部分では柔軟である。
柔軟な回路パネル１０７を基板１０９に装着した後で、パネル１０７上のメッキした接点
およびターミナル孔部を、さらに、図１１に示すように、メッキした貫通孔１１６と一緒
にメッキすることができる。貫通孔１１６は、組立体１０６と、雌の接点１１０およびロ
ール－ピン・ターミナル１１８との間を信頼性の高い方法で接触させる。基板は、さらに
、雌の接点の支持し、接点をシールド室と整合状態に保持するための構造体を提供する。
図８Ａは、本発明の雌の接点１２６の好適な実施形態の斜視図である。この実施形態は、
開口部またはオリフィス１３６の近くの近い方の端部のところに、幅が広くなった部分１
３４を持つ、連続したシリンダ状の本体１３５、テーパ状の本体部分１３７、および遠い
方の端部のところの、先が広がった接点部分１２０を含む。接点本体は、テーパ状になっ
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ていない部分１３４の外面と、メッキした孔部１１４（図７参照）との間が、確実にすん
なりと係合するようにしながら、装着面で接点１２６が変位することができるようにする
、縦方向のスロット１３２を除けば連続している。スロット１３０は、図に示すように、
接点領域１２０を越えて外側に向かって広がるテーパ状の接点薄片１２８を形成するため
に、テーパ状の本体部分１３７から遠い方の端部１１１へ延びる。接点薄片１２８間の最
も短い内径は、接点薄片の材料面が挿入された雄のピンの表面と、電気を通すことができ
るように係合するように、バイアスが掛かるよう、雄のピンの外径より少し短くなってい
る。近い方の端部１１３のところのオリフィス１３６は、挿入された雄のピンとの接触を
避けるために、本体の残りの部分より幅が広くなっている。近い方の端部が接触すると、
間欠的なノイズを発生する場合があり、挿入するのに大きな力が必要になる。この実施形
態は、柔軟な回路パネルおよび基板組立体１０６上に形成された、メッキした貫通孔１１
４に圧入するのに特に適している。一般的にいって、雌の接点は、最も弱く力で挿入する
ことができるように、また接点薄片１２８の半径を短くするために、十分な長さを持って
いなければならない。
図８Ｂは、本体部分１３７が、開口部１３６および接点領域１２６との間で、テーパ状に
なっている別の構成を示す。この構成の場合には、弱い力で挿入することができるように
、好適には、スロット１３０を長くすることが好ましい。
図９は、柔軟な回路パネルおよび基板組立体１０６に装着され、雌のコネクタ・ハウジン
グ１０２上のコネクタ室１０８に挿入された雌の接点１２０の側部断面図である。この実
施形態の場合には、接点１１０は、誘電性材料のシリンダ部分１６０が、挿入された雄の
ピンと、雌の接点１１０の近い方の端部１１３との間で、絶縁体としての働きをするよう
に、柔軟な回路と基板組立体１０６の基板１０９に装着されている。シリンダ状の部分１
６０は、さらに、雄のピンを挿入するとき、ガイドとしての働きをする。これにより、遠
い方の端部における、好適な接触領域１２０内において確実に接触が行われ、磁界を完全
に打ち消される。孔部１１４のより広い断面は、パネル１０７と接点１１０との間で、十
分な接触を確実に行うために、被覆導体材料によりメッキすることができる。カバー１０
２の室１０８の壁部は、例えば、プラスチックのような標準コネクタ材料により形成され
る。上記室の内壁部は、すでに説明したように、ピン１１２および接点１１０に沿って伝
播する信号の電界に対してシールドの働きをするように、好適には、アースに接続してい
ることが好ましい、導電性のプレート材１６６により覆われている。雌の接点１１０が、
偶発的にアースするのを防止するために、導電性プレート１６６材に絶縁コーティング１
６７を行うことができる。図１６に示す他の実施形態の場合には、各室１０８は、領域２
６０により分離されている。この構成の場合、電界シールド機能を与えるために、室１０
８の外面２６２に導電性シールド１６６を塗布することができる。さらに他の実施形態の
場合には、導電性シールドは、好適には、絶縁ワイヤ・メッシュであることが好ましいワ
イヤ・メッシュを備えることができる。その場合、室１０８の壁部は連続している必要は
ない。本明細書で使用する、「囲まれている」または「ほぼ囲まれている」という用語が
、その室の幾何学的形状を指している場合には、固体の連続している壁部、または別の方
法としては、開口部を持つワイヤ・メッシュの壁部を持つ室を含むことができる。開口部
を持つワイヤ・メッシュの壁部の場合には、開口部は、十分な靜電シールドを行うことが
できるように十分小さなものでなければならない。
本発明は、簡単な構成で、Ｅフィールドによるクロストークを効果的に打ち消す。この簡
単な構造は、個々の室の靜電シールド１６８を見ればはっきり知ることができる。各凹部
１０８は、遠い方の端部１７１のところで閉じていて、近い方の端部１７３のところで開
いている。信号は、挿入された雄のピン１１２、および雌のコネクタ１１０の面のところ
の、トレース１０７を通して開いた近い方の端部１７３のところから室に出入りする。こ
のようにして、靜電シールド１６６を連続層として室内に設置することができるように、
遠い方の端部１７１および室の側壁部は、連続していて、また閉じている。この点が、信
号が近い方の端部１７３から入り、遠い方の端部１７１から出るために、従来のコネクタ
の靜電シールドを複雑にし、高価なものにしている、従来の構成と異なる点である。
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図１０は、本発明のロール・ピンの形をしている図４のターミナル１１８の好適な実施形
態の拡大斜視図である。図１０のロール・ピン１１８は、ほぼシリンダ状をしていて、断
面が中空であり、図４の柔軟な回路ボードのメッキした貫通孔１１６を姉妹カード上の類
似の孔部に結合することができる。縦方向のスロット１４０は、好適には、ピン１１８の
全長にわたって延びていることが好ましく、一方、横方向のスロット１３８は、用途に従
って、ピンの全長の中心またはその付近で、ピンの円周の一部を横切って設置されている
。縦方向のスロット１４０により、ピン本体は、メッキした貫通孔１１６で、円周方向に
延びたり、縮んだりすることができる。理想的には、すべてのメッキした貫通孔１１６の
直径は、同じであることが望ましいが、実際には、かなりの程度バラツキがあってもよい
。横方向のスロット１３８により、ある態度の圧縮を行うことができ、そのため、メッキ
した各貫通孔のロール・ピン１１８の外径は異なる。上記貫通孔の一つが他の貫通孔と比
較して縦方向に深い場合には、各孔部において適当な接触を確実に行うために、ピンの中
心以外の場所で、横方向のスロットを非対称に形成することができる。
図１２は、第一および第二の回路盤１７４、１７６の、メッキした貫通孔１１６を電気的
に接続しているロール・ピン１１８の斜視図である。ロール・ピン１１８の第一の部分１
７０は、第一の回路盤１７４の貫通孔１１６Ａに圧入され、第二の部分１７２は、第二の
回路盤１７６のメッキした貫通孔１１６Ｄに圧入される。第一の部分１７０の、縦方向の
スロット１４０Ａの円周方向の幅は、第二の部分１７２の縦方向のスロット１４０Ｂより
広い。スロット内のこの違いは、メッキした貫通孔１１６Ａおよび１１６Ｂの、それぞれ
の幅が異なるためである。図９の横方向のスロット１３８があるので、縦方向のスロット
幅に上記のような違いがあっても大丈夫である。
すでに説明したように、クロストークは、磁界結合（誘電性）により起こる場合と、また
は電界結合（容量性）により起こる場合とがある。接触領域内の磁界結合は、上記の折り
返し幾何学形状によりほぼ打ち消される。好適な幾何学的形状は、シリンダ状の雌の接点
を使用する同軸形状であるが、本発明には、クロストークを打ち消すすべての幾何学的形
状を適用することができる。
残りのすべての電界は、図９の室壁部の導電性プレート材１１６により、除去することが
できる。本発明の有意の利点は、安価な薄い導電性プレート材によるコーティングにより
接点の領域の周囲に導電性シールドを行うことができることである。何故なら、上記シー
ルドは、Ｈフィールドの低下に関連する、より大きな電流を運ぶ必要がないからである。
上記プレート材は、コネクタ・ハウジングで、信号が偶発的にアースされるのを防止する
ために、例えば、コンフォーマル・コーティングにより、設置後さらに絶縁される。この
シールドは、二つのコネクタ・ハウジングが接触する場所での、アース接続を行うために
露出外部メッキにより、ハウジングの内面および外面上に行われる。
バックプレーンの雄のコネクタ、および雌の姉妹カード・コネクタは、係合プロセス中に
アース経路を移動するように設計される。図１３は、それを行うための好適な雄のコネク
タ・ハウジング１８２の斜視図である。ハウジング１８２は、アース戻り経路を形成する
ために、二つの外側のピンの横列の側面に接している、雄のピンおよびスプリング接点１
２２の横列を装着するための孔部１２４を含む。ストリップ・ライン盤構成においては、
雄および雌のコネクタ組立体が係合した場合、アース・スプリング１２２が、ストリップ
・ライン・プリント基板のアース面と接触する。上記スプリング接点のそれぞれの高い点
および低い点は、各位置における接触を確実に行うために凹状に形成されている。追加の
孔部１８３は、アース経路を完成させるために、バックプレーンと一緒に圧入されるピン
を収容するために、電気を通すことができるようにメッキされる。
図１４Ａおよび図１４Ｂは、本発明の他の実施形態の側部断面図である。図１４Ａの実施
形態の場合には、雌のコネクタ・ハウジング１０２は、組立体１０６のコネクタ・ハウジ
ング１０２の、側壁部と脚部１９２との間に、図に示すような間隔ができるように、基板
組立体１０６に装着される。ある種の用途の場合には、入力／出力トランシーバ１９７を
ボード間の信号交換を行うために、基板１０６上に装着し、それにより、信号の遅延を少
なくすることができる。別の方法としては、トランシーバ１９７を基板組立体１９２の側
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脚部に装着することもできる。各実施形態の場合には、雄のコネクタ・ハウジング１００
は、他の雌のコネクタ・プロファイルと係合することができる。
図１４Ｂは、マザーボード１００に直接装着された雄のピン１１２を持つ雄のコネクタの
実施形態である。この構成は、雄のピン１１２および雌の接点１１０を通る信号の間の、
相互作用を増大するために好適なものである。プラスチック・コネクタ材を除去すること
によって、（例えば、図１４Ａの距離ｄ上のような）相互作用が行われない領域が狭くな
るか、または全くなくなり、コネクタの性能が向上する。雌の接点１１０と、姉妹カード
４２上の導体との間の、より短い接続経路は、例えば、図に示すように、コネクタ・ハウ
ジングの側面のような、雌のコネクタ１０２の面により近いところに、ロール・ピンの接
点１１８を装着することにより、図１４Ｂの実施形態のように形成することができる。
本発明は、さらに、コネクタを挿入するのに、それほど力を加えなくてもすむという利点
を持つ。何故なら、従来技術の厚さ０．０１インチの雌の接点と比較すると、例えば、０
．００３インチの厚さの薄い材料を雌の接点に使用することができるからである。薄い材
料で十分なのは、本発明の場合には、すべての側面上の接触領域が、従来の構成とは異な
り、室の後壁部を含む室壁部により保護されているからである。
好適な実施形態を参照しながら、本発明を詳細に図示し、説明してきたが、当業者であれ
ば、添付の請求の範囲に記載する本発明の精神および範囲から逸脱することなしに、その
形および詳細な点を種々に変更することができることを理解することができるだろう。
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【 図 １ Ａ 】

【 図 １ Ｂ 】

【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ Ａ 】

【 図 ８ Ｂ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ Ａ 】

【 図 １ ４ Ｂ 】
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【 図 １ ５ Ａ 】 【 図 １ ５ Ｂ 】

【 図 １ ６ 】
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